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技术背景

主要使用领域

本发明属于复合材料及其制造领域，具体涉及一种柔性无机/有机高频磁电复合

材料及其制备方法。移动通信和电子商务等领域中，对 WAPI、手持终端，射频 IC

卡等设备硬件的器件小型化、高速化的要求越来越迫切。开发高频条件下的高介电

常数和高磁导率的介质材料对器件小型化有重要意义。

技术创新内容

从目前广泛应用于高频领域的介质材料来看，很难找到既拥有较高介电常数和

磁导率和小的高频损耗，又拥有一定柔性的材料。现有技术提供了一种将镍锌铁氧

体和钛酸钡在高温下共烧的方法。虽然能够得到高介电常数和高磁导率的复合材料，

但是，由于介电材料对磁性材料的隔绝效果不好，导致损耗较大，截止频率较低。

另外，两相共烧容易产生一些未知的化学反应的发生、收缩不匹配，烧结温度不匹

配、扩散等缺陷，最终影响复合材料的性能。采用聚合物为基体制备的无机/有机磁

电复合材料可以在一定程度上解决上述问题。

摘要

本发明公开了一种柔性无机/有机高频磁电复合材料及其制备方法。该方法通过

将弹性体材料与经过表面处理的高频介电陶瓷和磁性陶瓷的粉末按比例混合后，通

过共混设备混合均匀，再在平板硫化机上热压而成。制备的柔性无机/有机高频磁电

复合材料具有较高介电常数和磁导率、较高的截止频率以及较低的高频损耗和一定

柔性。该方法简单、成型方便、节能环保，符合当前节能减排的原则，加工温度低(＜

200℃＝，相对介电常数(εr＝4.5～12)和磁导率(μr＝1.3～3.8)调节范围宽，介质损

耗小(100MHz 时的 tanδ＜1×10－2＝，拉伸率大(90％～700％)，适用于小型化

的 EMI 滤波器、柔性天线、柔性电磁带隙结构，柔性电路板以及其他对磁性、介电

性和柔性同时要求的场合。


